[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc29351]附件

适用主营业务目录

1.设计及支撑工具。主要包括集成电路及半导体产品设计及服务，芯片设计平台（EDA工具）及配套IP库；
2.制造。主要包括线宽九十纳米及以下大规模数字集成电路制造，零点五微米及以下特色工艺集成电路或半导体器件制造，TFT半导体器件制造；
3.封装测试。主要包括晶圆级封装、系统级封装（SiP）、芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、倒装封装（Flip Chip）、球栅阵列封装（BGA）、硅通孔（TSV）、三维封装（3D）、Chiplet（芯粒）、FOG（软排线对TFT玻璃板）等先进封装和测试技术的开发及产业化；
4.材料。主要包括八英寸/十二英寸集成电路硅片、绝缘体上硅（SOI）、SiC、GaN、Pyrex glass（无碱硼硅玻璃）等化合物半导体材料，光刻胶、靶材、电子特气、抛光及研磨材料、封装材料等；
5.设备及零部件。主要包括半导体前道制造设备（含软件）、后道封装及测试设备（含软件）以及其他半导体设备（含软件）及关键零部件。


